Industrielle Hardware

DIE QUAL DER
PROZESSOR-WAHL

Herausforderungen bei der Auswahl von Computermodaulen fiir lloT-Projekte I6sen: Digitalisierung und Industrie
4.0 bedingen einen Systemwechsel weg von zentralen Strukturen hin zur dezentralen Datenverarbeitung. Auf allen
Ebenen komplexer Systeme kommunizieren im Internet der Dinge Embedded-Boards als Verarbeitungseinheiten
miteinander sowie mit verteilten Edge-Servern in der Cloud. Ihre Vielfalt ist gro3 und erschwert die Auswahl fur
den jeweiligen Zweck. Erleichtert wird diese jedoch zum einen durch genormte Formfaktoren und Schnittstellen.
Entscheidungssicherheit gibt Entwicklern zum anderen die zeitnahe Integration fUhrender Prozessortechnologien.
Damit kann Kontron die langfristige VerflUgbarkeit funktionsaquivalenter Produkte mit zeitentsprechend mit-
wachsenden Performancedaten gewahrleisten und ermdglicht seinen Kunden auch eine minimale Time-to-Market.
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mbedded Computing/IoT ist langst kein Ni-

schenthema mehr, sondern gangige Praxis.

Wahrend die Hersteller von Geraten und Ma-

schinen in der Vergangenheit die Hardware

meist von Grund auf selbst entwickelten, inte-
grieren sie heute tiberwiegend fertige Board-Produkte oder
auf Standards basierende Module in Verbindung mit indivi-
duellen Carrier-Boards. Die geringen Kosten und Abmes-
sungen vieler Einplatinen-Computer gestatten das Losen
individueller Steuerungs- oder Datenaufbereitungsaufga-
ben direkt am Ort des Geschehens; die Module lassen sich
iiber die Carrier-Boards an die individuellen Abmessungen
und Schnittstellen anpassen. Durch robuste Ausfithrungen
mit erweitertem Temperaturbereich kann das auch inner-
halb von Teilen von immer haufiger modular aufgebauten
Maschinen sein.

Produktvielfalt erfordert Auswahl

Die Bandbreite ist groR, sie reicht von Einplatinen-Mikro-
controllern und Einplatinen-Computern im Format einer

Der Hailo-8™ Al-Beschleuniger mit 26 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) bei unter

2,5 W macht den Single Board Computer pITX-iMX8M-AI-H8 zur High-End Al-Inferenz-
plattform fiir fortschrittliche Edge-Al-Losungen. Die intelligente und kompakte
Plattform ermdglicht an der Edge ein Performanceniveau wie bisher nur in der Cloud,
kombiniert mit vielseitigen Schnittstellen fur anspruchsvolle loT-Gateway-Anwendungen.

Kreditkarte wie dem Raspberry Pi tiber Embedded Mo-
therboards und Prozessormodule mit x86-Architekturen
von Intel® und AMD bis zu Computer-on-Modules fiir das
High Performance Computing (COM-HPC). Die Wahl des
passenden Prozessorboards oder -moduls ist oft schwie-
rig, denn selbst wenn man nur die Erzeugnisse des markt-
flihrenden deutschen Herstellers Kontron betrachtet, ist
die Produktvielfalt enorm. In erster Linie unterscheiden
sie sich nach der Art der Anwendung, die realisiert wer-
den soll. Dariiber hinaus miissen Anwender aber auch den
bestmoglichen Kompromiss finden zwischen Verarbei-
tungsleistung, Grafikfahigkeit und Konnektivitat einerseits
und Grole, Energieverbrauch und Kosten andererseits.

Vision-Systeme und

Al auf dem Vormarsch

Insbesondere seit der Zug in Richtung IIoT und Industrie
4.0 Fahrt aufgenommen hat, miissen Prozessorboards
oder -module exponenziell wachsende Datenmengen
handhaben und verarbeiten konnen. Der Bedarf an Re-
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Im Formfaktor Basic der COM Express®-Module sorgen Intel® Core™ und Celeron®
Prozessoren der 11. Generation (vormals Tiger Lake H) mit bis zu acht Prozessor-
kernen fiir die Eignung in High-End-Anwendungen mit hoher Bandbreite.
Dabei erhalten sie Unterstltzung durch Intel® Iris® Xe Graphics und Intel® Deep
Learning Boost fur erhdhte Al-Performance und integrierte TSN-Funktionalitat.

chenleistung sowie Kommunikations-
und Speicherbandbreite steigt rapide an.

Dazu tragt auch die wachsende Bedeu-
tung anspruchsvoller Bildverarbeitungs-
aufgaben bei. Diese findet man quer
durch alle Branchen, von Security {iber
medizinische Diagnostik bis zu Machine
und Robot Vision im Maschinen- und
Anlagenbau. Sie werden immer hdufiger
in Grafikprozessoren (GPUs) ausgela-
gert, um die CPU zu entlasten. Gleiches
gilt fiir die nicht selten auch im Zusam-
menhang mit Bildauswertungen um sich
greifende Verbreitung von Anwendun-
gen mit Kiinstlicher Intelligenz bzw. Ar-
tificial Intelligence (AD). Auch fir deren
Beschleunigung gibt es mittlerweile ei-
genes Silizium, etwa in Form der Google
Coral Edge TPU.

Mehr Performance
fir Cloud und Edge

Auswirkungen auf die Anforderungen an
die Rechnerhardware hat auch das Um-
denken in Bezug auf die serviceorien-
tierte Datenverarbeitung in der Cloud.
Um von der Ubertragungsbandbreite
unabhdngig zu bleiben, erfolgen be-
sonders zeitkritische Berechnungen auf
der Gerateebene, an der sogenannten
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Edge. In der Cloud selbst findet in Ana-
logie zu friheren Entwicklungen beim
Office Computing eine Abkehr von der
strikt zentralisierten Verarbeitung statt.
Hier stehen den Edge-Devices statt einer
zentralen Intelligenz dezentrale, oft auf-
gabenspezifisch arbeitende Edge-Server
gegeniiber. Die Anforderungen an deren
Leistungsfahigkeit steigen trotz der Ar-
beitsteiligkeit zwischen Cloud und Edge
ebenfalls kontinuierlich kraftig an.

Konnektivitat far
Real-Time-Anwendungen

Auch im Bereich der Konnektivitat neh-
men die Anforderungen an Prozessor-
boards und -module zu. Der Mobilfunk-
standard 5G ermdglicht bisher unge-
kannte Datendurchsatze. Sensoren lie-
fern immer reichhaltigere Datenpakete
zunehmend haufiger iiber Transportmit-
tel wie IO-Link oder Industrial Ethernet.

Die Erweiterung von Ethernet um die
Echtzeitfahigkeit mittels Intel® Time Co-
ordinated Computing (Intel® TCC) bzw.
Time Sensitive Networking (TSN) ermog-
licht das Verschmelzen der bisher ge-
trennten Netzwerke fiir IT und OT. Diese
Echtzeitfahigkeit steht zunehmend héu-
figer auch bei x86-Prozessoren ==
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zur Verfiigung, da diese oft mit integrierten Arm®-Copro-
zessoren ausgestattet sind.

Mit den Anforderungen mitwachsen

Die gute Nachricht: Eine genaue Festlegung der — auch
kiinftig — erforderlichen Leistungsdaten ist in der Regel
nicht erforderlich. Kontron bietet in allen Leistungsklassen
robuste Boards und Module in etablierten, standardisierten
Formaten an. Durch die enge Zusammenarbeit mit allen
namhaften Halbleiterherstellern kann so die langfristige
Verfligbarkeit funktionsaquivalenter Produkte mit zeitent-
sprechend mitwachsenden Performancedaten gewdahrleis-
tet werden.

Breite Skalierbarkeit
mit COM Express®

Die breite Skalierbarkeit der speziell fiir [loT-Anwendun-
gen entwickelten Intel®-Prozessoren der Serie Atom®
x6000 (vormals Elkhard Lake) und der Intel® Pentium®
und Celeron®-Serien N und J in 10 nm Strukturbreite bie-
tet Kontron auch in den Formaten COM Express® Compact
Typ 6 und COM Express® Mini Typ 10 an. Mit bis zu vier
CPU- und 32 GPU-Kernen gewahren diese eine konkur-
renzlose Systemleistung pro Watt. Damit bilden sie eine ex-
trem kosten- und energieeffiziente Plattform mit TSN- und
TCC-Funktionalitat fiir [loT-Anwendungen in industriellen
Echtzeit-Umgebungen.

Mit Intel® Core®-Prozessoren der 11. Generation mit 10
nm Strukturbreite, PCle 3.0 und einem TSN-fahigen Ether-
net-Controller dringt das COM Express®-Modul im Form-
faktor Compact in eine neue Performanceklasse vor, ohne
die Leistungsaufnahme iiber Gebiihr zu steigern. Diese
CPUs verfiigen tiber einen Befehlssatz fiir die vektorisierten
neuronalen Netze der Al. Auch im Formfaktor Basic sorgen
Intel® Core® und Celeron®-Prozessoren der 11. Generation
(vormals Tiger Lake H) mit bis zu acht Rechenkernen fiir
die Eignung in High-End-Anwendungen mit hoher Band-
breite. Dabei erhalten sie Unterstiitzung durch Intel® Iris®
Xe Graphics und Intel® Deep Learning Boost fiir erhohte Al-
Performance und integrierte TSN- und TCC-Funktionalitat.

In derselben Prozessorleistungsklasse bringt das Modul
COM Express® Basic Typ 6 mit AMD Ryzen™ V/R1000
Prozessor bei relativ geringer Stromaufnahme eine hohe
Grafikleistung. Unterstiitzung von bis zu 16 Threads auf bis
zu acht Prozessorkernen bietet es mit dem AMD Ryzen™

V2000. Damit ist dieses Modul nicht nur fiir iibergeordne-
te Steuerungsaufgaben in Fabriken pradestiniert, sondern
dank tiiberlegener Grafik- und Bildverarbeitungsmoglich-
keiten auch fiir bildgebende Verfahren in der medizini-
schen Diagnostik.

Skalierbare, vordefinierte Computer-on-Module in Kombi-
nation mit neuesten Edge-Technologien sind wesentliche
Bausteine fiir die nachsten Schritte im IIoT. Kontron stellt
Entwicklern eine breite Auswahl an entsprechenden Boards
zur Verfligung, die den unterschiedlichsten Anspriichen im
Hinblick auf Performance, Energieverbrauch und Konnekti-
vitat Rechnung tragen und auf lange Sicht Zukunftssicher-
heit bieten.

Breite Auswahl an
Arm®-basierten Lé6sungen

Der Single Board Computer Pi-Tron CM3+ ist die industrie-
taugliche Variante des populdren Raspberry Pi, auf dem er
auch basiert. Seine Broadcom BCM283780 CPU kommt mit
vier Arm® Cortex®-A53 mit 1,2 GHz und einer separaten Vi-
deo Engine. Mit einer CANbus-Schnittstelle eignet sich der
SBC besonders fiir HMI-Gerate, Home Automation oder in
portablen Geréaten als kompakte Steuerungsplattform. Die-
se wurde flir die Applikationsentwicklung in der Industrie-
automation nach IEC 61131-3 um CODESYS erweitert, die
fithrende integrierte Entwicklungsumgebung fiir Speicher-
programmierbare Steuerungen (SPS).

Im kompakten 2,5-Zoll-Pico-ITX-Format kann das Mother-
board pITX-iMX8M auch in extrem anspruchsvollen Umge-
bungen eingesetzt werden und ermdglicht Konfigurationen
mit erweitertem Temperaturbereich (-40° C bis +85° C).

Peter Miiller, Vice President Product Center Modules bei Kontron

Pi-Tron CM3+ als
industrietaug-
liche Variante

des Raspberry Pi
eignet sich mit
einer CANbus-
Schnittstelle und
der Erweiterung um
die Entwicklungs-
umgebung
CODESYS fir die
Applikationsent-
wicklung nach IEC
61131-3 besonders
als kompakter
Steuerrechner.

" Skalierbare, vordefinierte Computer-on-Module in Kombination mit
neuesten Edge-Technologien sind wesentliche Bausteine fiir die nachsten
Schritte im IIoT. Wir stellen Entwicklern eine breite Auswahl an ent-
sprechenden Boards zur Verfiigung, die den unterschiedlichsten Anspriichen
im Hinblick auf Performance, Energieverbrauch und Konnektivitat Rechnung
tragen und auf lange Sicht Zukunftssicherheit bieten.
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Das SMARC-sAL28-Modul im SMARC® Short-Size-Formfaktor bietet bis zu flnf integrierte
TSN-fahige 1 GB Ethernet-Ports sowie einen Switch direkt aus dem Controller an. Damit
eignet es sich ideal zum Einsatz in Industrial lIoT bzw. Industrie 4.0-Systemen und fur
den Betrieb in erweiterten Temperaturbereichen zwischen -40° C und +85° C.

Damit eignet es sich besonders fiir Em-
bedded-Anwendungen in der Medizin-
technik, der Industrieautomatisierung
sowie im Bereich Building Automation.

Trotz Zwei- oder Vierkern-NXP-CPUs auf
Basis der Arm® Cortex®-A53-Architektur
und Full 4K UltraHD-Grafikauflosung so-
wie zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen
punktet das pITX-iIMX8M mit einem ge-
ringen Energieverbrauch. Optional mit
einem von Kontron integrierten Google
Coral M.2-Modul ausgestattet, bildet es
die Einstiegsplattform fiir anspruchsvol-
le AI-Anwendungen, etwa in der Objekt-
erkennung oder in der optischen Quali-
tatskontrolle. Es schafft bis zu 4 TOPS
(trillion operations per second) und 30
Bilder pro Sekunde Bildwechselrate.

Fiir High-End, ,Best-in-Class” AI-An-
wendungen ist das Board mit dem in-
tegrierten, weltweit fiihrenden Hailo-8™
Al-Beschleuniger mit 26 TOPS verfiig-
bar. Der Chip ist mit 3 TOPS/Watt sehr
energieeffizient und durch seinen integ-
rierten Speicher extrem schnell.

Fiir extrem kompakte Low-Power-Sys-
teme ausgelegt sind auch die SMARC®
(Smart Mobility ARChitecture) Compu-
Das SMARC-fA3399-
Modul ist mit dem Arm®-Rockchip-Pro-

ter-on-Module.

zessor ausgestattet. Dank seiner sechs
Prozessorkerne (4 x A72 und 2 x A53)
in zwei Chips eignet es sich fiir einfache
Al-Anwendungen und hochperformante
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Grafik und ist auch als industrielle Ver-
sion fiir -25° C bis +75° C verfiigbar. Da
Rockchip Teil der Linux Open Source
Community ist, sind fiir diese Plattform
quelloffene Treiber verfiigbar. Bei die-
sem Modul ist nicht nur der Energiever-
brauch in Relation zur Performance sehr
gering, sondern auch der Preis.

Das Modul SMARC-sAMX8X mit iMX8X-
Prozessor und bis zu 3 GB RAM ist dank
seiner geringen Leistungsaufnahme fiir
den Einsatz in batteriebetriebenen Sys-
temen pradestiniert.

Mit bis zu funf integrierten TSN-fahigen
1 GB Ethernet-Ports, einem integrierten
TSN-Switch und einem NXP Dual Arm®
Cortex®-A72 LS1028-Prozessor sowie
einer 3D-GPU eignet sich das SMARC-
sAL28-Modul im SMARC® Short-Size-
Formfaktor ideal zum Einsatz in IIoT
bzw. Industrie 4.0-Systemen. Es ist flir
den industriellen Temperaturbereich von
-40° C bis +85° C zertifiziert.

Diese beiden Module entsprechen be-
reits dem SMARC® 2.1-Standard, der u.
a. erweiterte Ethernet-Konnektivitat und
zusatzliche I/0- und Kamerainterfaces
bietet. Diesem Standard entsprechen
auch neue SMARC®-Module am oberen
Ende des Leistungsspektrums mit den
energieeffizienten Intel Atom®-Prozesso-
ren der nachsten Generation.

www.kontron.de

inable solutions

Flexibel, robust

und prazise

Ultraschallsensoren fiir jeden Einsatzbereich.
Flexibel, robust, prazise und kosteneffizent
bieten sie die ideale Losung, um den Fiill-
stand von Feststoffen und Fliissigkeiten zu
messen, Positionen zu erfassen und Ob-
jekte zu erkennen. Ultraschallsensoren von
elobau iibertragen Signale analog sowie
digital und besitzen die Fahigkeit, iiber 10-
Link zu kommunizieren. Alle Sensoren sind
als Kunststoff- oder Edelstahlversion erhélt-
lich. Erfahren Sie mehr auf www.elobau.at

elobau Austria GmbH
+43 (0)6225/205440
info@elobau.at
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